
■ 请不要在引擎舱内使用。

■ 请勿用于涉及车辆驱动功能和乘客安全的应用 (例如, 发动机ECU等驱动系统控制, ABS, 安全气囊等)。

■ 请勿用于与自动驾驶行驶装置 (3级或更高) 相关的应用。

● 内置4个ESD保护电路
● 最适合作为高速传输线的ESD对策零部件
● 静电容量小 (0.25 pF)
● 具有卓越的ESD抑制特性
● 耐ESD量大
● 已应对RoHS指令

● 用于AV产品 (液晶电视, DVD/Blu-ray驱动器), 咨询设备 (PC, HDD)
● 用于USB3.0, HDMI, Display Port等高速差动数据线的抗静噪对策

GND端子 :  1, 6          I/O端子 :  2 ～ 5, 7 ～ 10
            

(　) 参考尺寸

单位 : mm

符号 形状 (mm)

2012
4线用

额定电压15 VA

阵列ESD抑制器

EZAEG CA 型

　特　　点

　主要用途

　型号命名方式

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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EZAEGCA50AV 2.0 ± 0.1 0.35 ± 0.15 0.50 ± 0.10 4.01.25 ± 0.10 (0.5) 0.30 ± 0.15 0.25 ± 0.15 0.20 ± 0.15

　结构图 　电路结构

　外观尺寸

ESD抑制器

型 号
尺 寸 质 量

L W a b c d e T (g/1000 pcs)

符号 特别规格

冲压载带包装
4 mm间距, 5,000 pcs

产品符号 符号 设计规格 符号
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保护膜

外部电极

GND

外部电极



EZAEG CA 型

*1: 静电容量 = 下述条件下测定。

频率 ：1 MHz ±10 %，电压 ：1 Vrms ±0.2 Vrms，环境温度 ：25 ℃± 2 ℃

*2: 输入输出端子间与GND 端子间的额定电压。

*3: 输入输出端子间的额定电流。

● HDMI电路

HDMI接口

以下为阵列ESD抑制器的推荐焊盘图案设计范例

单位 : mm

■ 包装方法, 推荐焊接条件, 安全注意事项 请参考 (共通情报)

2021/5/14

85 ℃, 额定电压, 1000 小时

270 ℃, 10 s

　ESD抑制电压波形　适用电路

　焊盘图案设计

b c d

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

1.85 2.60 0.25 0.50

测试条件

　性　　能

IEC61000-4-2, 接触放电8 kV, 峰値电压值

IEC61000-4-2, 接触放电8 kV, 待达到波峰值 30 ns 后测定电压値

在施加额定电压时, 测定电流 (DC 15 V)

测试项目 特性值

峰値电压 500 V 以下

漏电流 1 μA 以下

钳位电压 100 V 以下

ESD 耐量

温度剧变

耐湿负荷

85 ℃ 时的耐久性

尺 寸

0.75

焊料耐热

0.25 1.70 0.35

漏电流 10 μA 以下

IEC61000-4-2, 接触放电8 kV, +/– 10 回

–55 ℃ (30 分) /+125 ℃ (30 分), 100 循环

类别温度范围

–55 ℃ ~ +125 ℃

　规　　格

EZAEGCA50AV

型 号 静电容量 *1 (pF)

0.25

额定电压 *2

15 V max.

额定电流 *3

100 mA max.

60 ℃, 90 % ~ 95 %RH, 额定电压, 1000 小时

g Ｐ

尺 寸
a

e h

HDMI
Rx/Tx

-20 0 20 60

200

100

300
350
400

80 100 140 180

0
-50

40 160120 200

250

150

50

c
h

a e

b

d

P

焊盘图案

g

+0.05
-0.10

时间 (nSecs)

电
压

(V
)



ESD抑制器・阵列 / 包装规格

●标准数量

●载带包装

单位 : mm

●带状包装用卷盘

单位 : mm

本产品推荐焊接条件及注意事项如下所示

● 回流焊推荐条件

共晶焊锡 (Sn/Pb 系列等)

无铅焊锡 (Sn/Ag/Cu 系列等)

预热区

主要加热区

高温峰值

150 ℃ ～ 180 ℃

230 ℃ 以上

max. 260 ℃

60 秒 ～ 120 秒

30 秒 ～ 40 秒

10 秒以内

・最多使用2次回流焊。
・超出正常温度时，请务必与本公司确认。
・根据电路板及焊锡的种类，
  请事先确认产品端子部温度以及焊接特性。

温度条件 时间

60 秒 ～ 120 秒

30 秒 ～ 40 秒

10 秒以内

140 ℃ ～ 160 ℃

200 ℃ 以上

60.0 13.0±0.2

尺 寸

9.0 +1.0
0

11.4±1.0

尺 寸
φ A φ N φ C

4000

5000

1608

1608

2012

0603

1005

1608

1608

0.38±0.05

0.70±0.05
2.00±0.10

4.00±0.10

2.00±0.05 4.00±0.10

0.42±0.05

0.60±0.05

0.70±0.05

1.08±0.10

0.85±0.05

8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.101.10±0.10

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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　包装方法 (带状包装)

型  号 尺 寸 型 带状包装种类 间距(P1)  (mm) 数量 (pcs / 卷盘)

冲压载带包装

冲压载带包装 2

4

 EZAEG1N

 EZAEG2A,2N

 EZAEG3A

 EZAEG3W

 EZAEGCA

0603

235 ± 5 ℃

预热区

主要加热区

高温峰值

型  号

 EZAEG1N

 EZAEG2A,2N

 EZAEG3A

 EZAEG3W

 EZAEGCA

温度条件 时间

 推荐焊接条件

2012

0.91±0.10

1.55±0.15

0.68±0.05

1.20±0.05

1.90±0.10

1.82±0.10

2.30±0.20
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与安全/法律相关的遵守事项

■ 本产品及产品规格为了进行改良, 可能会未经预告而予以变更, 敬请谅解。因此, 在最终设计, 购买或使用本产
品之前, 无论何种用途, 请提前索取并确认详细说明本产品规格的最新交货规格书。此外, 请勿偏离本公司交货
规格书的记载内容而使用本产品。

　
■ 除非本产品目录或交货规格书中另有规定, 本产品旨在一般电子设备 (AV设备, 家电产品, 商用设备, 办公设备, 

信息, 通信设备等) 中用于标准的用途。
在将本产品用于要求特殊的品质和可靠性, 其故障或误动作恐会直接威胁到生命安全, 或危害人体的用途
(例：航空/航天设备, 运输/交通设备, 燃烧设备, 医疗设备, 防灾/防盗设备, 安全装置等) 中的情况下, 请另行
与本公司交换适合用途的交货规格书。

　

■ 为了防止由于本公司产品的故障而导致人身伤害及其他重大损害的发生, 请在客户方的系统设计中通过保护电
路和冗余电路等确保安全性。

■ 本产品目录表示单个零部件的品质/性能。耐久性会因使用环境, 使用条件而有所差异, 所以用户在使用时, 
请务必在贴装于贵公司产品的状态及实际使用环境下实施评估, 确认。
在对本产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系, 同时请贵公司务必进行技术研究, 其中包括上述保护电路和
冗余电路等。

■ 本产品不属于联合国编号, 联合国分类等中规定的运输上的危险货物。此外, 在出口本产品目录中所记载的产品/
产品规格/技术信息时, 请遵守出口国的相关法律法规, 尤其是应遵守有关安全保障出口管制方面的法律法规。

■ 本产品符合RoHS (限制在电子电气产品中使用特定有害物质) 指令 (2011/65/EU及(EU)2015/863)。
根据不同产品, 符合RoHS指令/REACH法规的时期也不同。
此外, 在使用库存品时弄不清是否需要应对RoHS指令/REACH法规的情况下, 请从咨询表格选择“营业咨询”。

■ 要使用的部件材料制造工序以及本产品的制造工序中, 没有有意使用蒙特利尔议定书中予以规定的臭氧层破坏
物质和诸如PBBs (Poly-Brominated Biphenyls) / PBDEs (Poly-Brominated Diphenyl Ethers) 的特定溴系阻燃剂。
此外, 本产品的使用材料, 是根据“关于化学物质的审查及制造等限制的法律”, 全都作为现有的化学物质予以
记载的材料。

■ 关于本产品的废弃, 请确认将本产品装到贵公司产品上而使用的各所在国, 地区的废弃方法。
　
■ 本产品目录中所记载的技术信息系表示产品的代表性动作/应用电路例等信息, 这并不意味着保证不侵犯本公司

或第三方的知识产权或者许可实施权。

在脱离本产品目录的记载内容或没有遵守注意事项使用本公司产品的情况下, 
本公司概不负责。敬请谅解。

　法律・限制・知识产权

2023/6/30

与安全/法律相关的遵守事项

　产品规格・产品用途

　安全设计・产品评估



使用时的遵守事项

■  本产品在设计时没有考虑在特殊环境下的使用。在下述特殊环境下使用及在下述条件下, 恐会影响到其性能/

可靠性, 所以不要在这种情况下使用。使用时, 请贵公司负责充分进行性能/可靠性等的确认。

(1) 在水, 油, 药液, 有机溶剂等液体中使用

(2) 在直射阳光, 户外曝露, 尘埃环境下使用

(3) 在海风, Cl2, H2S, NH3, SO2, NOX 等腐蚀性气体多的场所使用

(4) 在静电, 电磁波或放射线强的环境下使用

(5) 靠近发热零部件安装以及靠近本产品配置乙烯配线等易燃物而使用

(6) 用树脂等材料封装, 涂敷本产品而使用

(7) 在无清洗下锡焊或在锡焊后的助焊剂清洗中使用溶剂, 水, 水溶性洗涤剂

(特别要注意水溶性助焊剂的残渣影响大)

(8) 在可能产生结露的场所使用本产品

(9) 在污染的状态下使用本产品

(例：直接接触到印刷电路板贴装后的产品而致使皮脂附着等的处理)

■ 树脂封装, 如树脂灌封或防潮涂层等, 可能会对零部件施加过大的应力, 并造成内部电极的连接不良等, 因而不在

保修范围内。使用时, 请贵公司负责充分进行性能/可靠性等的确认。

■ 请勿长时间将其浸渍于溶剂中。另外, 在使用时请在实机上进行充分确认。　

■ 锡焊后印刷电路板洗涤液的选定和清洗条件, 干燥条件不恰当时, 可能会给本产品的性能/可靠性造成不良影响, 

所以请贵公司进行充分确认。请在充分研究洗涤剂的污渍, 清洗残渣, 清洗后的污染影响等情况后, 进行设定和

管理。　

■ 本产品异常发热或产生异臭时, 要立即通过切断设备主电源等方式停止使用。
此   　此外, 本产品可能会成为高温并导致烫伤, 请勿将脸或手靠近本产品。　

■ 由于本产品厚度较薄, 有可能因冲击而易于破损。在采用本产品前, 请确认不会因贴装于印刷电路板的冲击等
而导致破损。此外, 还要注意的是, 在本产品受到冲击或被硬物 (钳子, 镊子等) 挤压时, 保护膜或产品本体恐会
碎裂, 导致其性能受到影响。

■ 请勿从印刷电路板将贴装后的本产品拆来后再使用。此外, 请勿裸手接触本产品。

■ 请勿让本产品掉落到地面等上。掉落下来的本产品在机械或电性方面会受到损害, 所以请勿使用。

■ 本产品的漏电流值在无应力的状态下得到保证。在向本产品施加应力或压力的情况下漏电流值或发生变化, 所以请
贵公司在使用时进行充分的评估, 研究。

“符合AEC-Q200”的产品, 是指已全部或部分实施AEC-Q200中规定的评估试验条件的产品。
有关各产品的详细规格和具体的评估试验结果等事宜, 请向本公司咨询。
此外, 在订购产品时, 请按每类产品交换交货规格书。

2024/3/26

使用时的遵守事项
(ESD抑制器)

　使用环境・清洗条件

　异常应对・处理条件

　可靠性・产品寿命



使用时的遵守事项

■ 为了避免向产品施加超出规格的过载, 如能量比ESD更大的浪涌, 请务必在贴装于贵公司产品的状态下实施评估, 
确认。在施加额定电压以上负荷的情况下, 恐会损坏本产品的性能/可靠性, 因而请务必在额定电压以下使用。
另外, 施加浪涌和脉冲等过载的使用方法 (而引起的损坏) 不在保修范围内。

■ 请勿对本产品施加印刷电路板过度挠曲引发的异常应力。此外, 在基板分割用等并列穿孔附近、或基板上有多
个大孔排成一条线时, 要设计成使本产品不处于该条线上。

■ 在本产品锡焊后安装其他零部件时, 要避免基板产生过度翘曲。如有必要, 请予以处置, 如设置支撑销 (支承销) 等。

■ 避免用手拿基板进行基板截断, 要使用夹具等工具, 防止在基板截断时产生过度翘曲。

■ 在超过本公司规格书规定贴装条件的条件下使用时, 会向产品施加非预期的应力并导致其故障, 所以要予以注意。
贴装至印刷电路板的情况下, 贴装时要确保正反面与包装带的方向一致 (高耐量ESD抑制器除外)。用户在使用时, 　
请务必在贴装于贵公司产品的状态下实施评估, 确认并做出可否使用的判断。

■ 锡焊时, 要在本公司规定的推荐锡焊条件范围内进行设定。在峰值温度较高, 加热时间较长等脱离规定条件的情
况下, 恐会损坏其性能/可靠性。另外, 规定的锡焊条件范围为不会导致本产品特性劣化的范围, 并非表示可进行
稳定锡焊的范围。关于能够稳定焊接的条件, 请在个别确认后再设定。

■ 要进行充分预热, 使得焊锡温度与本产品表面的温差在100℃以内。此外, 在锡焊后通过浸渍于溶剂等中骤冷的
情况下, 也要在此温差以内进行。　

■ 在使用电烙铁的情况下, 要通过热风等充分预热本产品, 并在进行锡焊时不要将烙铁头接触到本产品本体。此外, 
在烙铁头温度高的条件下进行作业的情况下, 请在短时间 (350 ℃以下, 3秒钟以下) 内进行。另外, 若是低电阻品, 
可能会因焊锡量等贴装偏差而无法获得电阻值精度, 所以请务必在实机上进行确认。

■ 若在焊锡量过多或过少的条件下进行贴装, 可能会对接合可靠性产生影响, 所以要在适当的范围内使用。
请贵公司进行充分的确认, 验证。

■ 高强度焊锡和特殊焊锡有可能对产品品质产生影响, 所以请勿使用此类焊锡。　

■ 助焊剂请使用松香型助焊剂。在使用高活性卤素类 (氯类, 溴类等) 助焊剂时, 助焊剂的残渣可能会影响其性能/
可靠性, 因此请在事前进行确认后使用。请勿使用强酸性助焊剂, 水溶性助焊剂, 含氟离子的助焊剂。此外, 焊接
后若助焊剂附着于产品则可能会因助焊剂的活性力而导致产品腐蚀和故障, 所以请勿让助焊剂附着于产品。

若在以下环境及条件下保管恐会导致性能劣化或锡焊性等性能受到影响, 所以要避免在下述环境下保管。

(1) 在海风, Cl2, H2S, NH3, SO2, NOX 等腐蚀性气体多的场所保管

(2) 在直接照射到阳光的场所保管
(3) 在温度：5～35℃、相对湿度：45～85%以外的场所保管
(4)  自运抵日起经过1年以上的保管　※ 上述(1)～(3)的条件除外之条件得到遵守的保管方法时

2024/3/26

　电路设计・基板设计

　贴装条件

　保管条件




